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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein elektroni-
sche Steuergerät gemäß dem Oberbegriff des Paten-
tanspruchs 1.

[0002] Derartige Steuergeräte bestehen grundsätz-
lich aus einem Gehäuse und aus einer im Gehäuse 
angeordneten Leiterplatte. Dabei kann das Gehäuse 
aus Metall (meist Aluminium) oder aus Kunststoff be-
stehen. Die Leiterplatte kann einseitig oder beidseitig 
mit elektronischen Bauelementen bestückt sein. Die 
Bauelemente können mit Anschlußdrähten in Durch-
stecktechnik versehen sein, oder mit SMD-Bauele-
menten, die direkt auf die Oberfläche der Leiterplatte 
gelötet werden.

[0003] Eine besondere Art eines derartigen Steuer-
gerätes wird als Mechatronik bezeichnet. Hierbei 
werden nicht nur elektrische Eingangsgrößen, son-
dern auch mechanische Eingangsgrößen verarbeitet. 
Eine solche mechanische Eingangsgröße kann z. B. 
ein Druck (insbesondere Druckluft) sein.

[0004] Hierzu ist es bekannt, daß die Leiterplatte 
neben anderen elektronischen Bauelementen auch 
mit einem oder mehreren Drucksensoren bestückt ist 
(DE 29 602 711 U1).

[0005] Dabei ist der Drucksensor als SMD-Bauteil 
bzw. als IC ausgebildet. Dieses besteht aus einem 
quaderförmigen Kunststoffgehäuse mit Anschlußbei-
nen, in welches der eigentliche Drucksensor auf 
Halbleiterbasis eingegossen ist. Zur Druckzuführung 
dient eine im Gehäuse des Drucksensors befindliche 
Bohrung. Daraus folgt, daß das Gehäuse, in wel-
chem der bekannte Drucksensor sowie weitere elek-
tronische Bauteile eingebaut sind, insgesamt mit 
dem zu messenden Druck beaufschlagt werden 
muß. Dies bedeutet aber, insbesondere bei höheren 
Drücken, daß die Gehäusewände eine erhöhte 
Wandfestigkeit haben müssen, und der Deckel des 
Gehäuses druckdicht abgedichtet sein muß. Weiter-
hin müssen die weiteren elektronischen Bauteile 
ebenfalls druckfest ausgeführt sein.

[0006] Aus der US 5,783,750 ist weiter ein Halblei-
ter-Drucksensor bekannt, der auf einer Leiterplatte 
angeordnet ist. Der Drucksensor ist auf der Leiter-
platte elektrisch angeschlossen und von einem Ge-
häuse umgeben, das eine Öffnung zur Druckzufüh-
rung aufweist. Das Gehäuse umschließt den Druck-
sensor und ist mit einem O-Ring gegen die Leiterplat-
te abgedichtet.

[0007] Aus der JP 07 016 133 U ist weiter ein Druck-
sensor bekannt, der auf einer Platine angeordnet ist, 
welche in einem Gehäuse eingebaut ist, das aus ei-
nem Oberteil und einem Unterteil besteht. In die Pla-
tine ist zur Druckzufuhr zum Drucksensor eine Boh-

rung vorgesehen. Die Bohrung wird durch einen 
O-Ring gegenüber einem Druckzufuhr-Stutzen abge-
dichtet.

[0008] Aus der DE 197 07 503 A1 ist weiter ein 
Drucksensor-Bauelement und ein Verfahren zur Her-
stellung bekannt, bei welchem ein druckempfindli-
cher Halbleiterchip auf einem Chipträger aufgebracht 
ist. Die genannten Bauteile sind mit einer Bauele-
mentverkapselung aus einem elektrisch isolierenden 
Material vergossen. Zur Druckzuführung ist ein ka-
minförmiger Anschlussstutzen vorgesehen, welcher 
aus der Verkapselung hervorragt.

[0009] Aus der JP 103 32 505 A ist weiter ein Halb-
leiter-Drucksensor bekannt, bei welchem ein Sensor-
chip auf einem Glaskörper aufgeklebt ist. Der Glas-
körper enthält eine Bohrung zur Verbindung der Un-
terseite des Sensorchips mit der Atmosphäre. Der 
Glaskörper ist weiter auf eine Basissubstrat aufge-
klebt. Der Drucksensorchip ist schließlich von einem 
haubenförmigen Deckel umgeben, welcher zur 
Druckzufuhr dient und welcher auf das Substrat auf-
geklebt ist.

[0010] Schließlich ist aus der DE 296 02 711 U1
eine Anordnung aus einer elektrischen Leiterplatte 
und einem elektrischen Druckaufnehmer bekannt. 
Dabei ist der Druckaufnehmer als integrierte Schal-
tung ausgebildet und mit seinen elektrischen An-
schlussbeinen mit der Leiterplatte verbunden. Im 
Oberteil des Druckaufnehmers ist ein Kanal bzw. eine 
Bohrung zur Einbringung des zu messenden Dru-
ckes vorgesehen. Zur Druckzufuhr ist eine Hülse vor-
gesehen, welche in die Bohrung eingreift.

[0011] Dabei ist der Drucksensor als SMD-Bauteil 
bzw. als IC ausgebildet. Dieses besteht aus einem 
quaderförmigen Kunststoffgehäuse mit Anschlußbei-
nen, in welches der eigentliche Drucksensor auf 
Halbleiterbasis eingegossen ist. Zur Druckzuführung 
dient eine im Gehäuse des Drucksensors befindliche 
Bohrung. Daraus folgt, daß das Gehäuse, in wel-
chem der bekannte Drucksensor sowie weitere elek-
tronische Bauteile eingebaut sind, insgesamt mit 
dem zu messenden Druck beaufschlagt werden 
muß. Dies bedeutet aber, insbesondere bei höheren 
Drücken, daß die Gehäusewände eine erhöhte 
Wandfestigkeit haben müssen, und der Deckel des 
Gehäuses druckdicht abgedichtet sein muß. Weiter-
hin müssen die weiteren elektronischen Bauteile 
ebenfalls druckfest ausgeführt sein.

[0012] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Druckzufuhr zu einem auf einer Leiterplatte be-
findlichen, als IC ausgebildeten Drucksensor anzu-
geben, bei welchem das Elektronikgehäuse und die 
übrigen elektronischen Bauelemente nicht druckfest 
sein müssen.
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[0013] Diese Aufgabe wird durch die im Patentan-
spruch 1 enthaltene Erfindung gelöst. Die Unteran-
sprüche enthalten zweckmäßige Weiterbildungen.

[0014] Die Erfindung wird im folgenden anhand ei-
ner Zeichnung näher erläutert.

[0015] Die Fig. 1 zeigt ein elektronisches Steuerge-
rät mit einem Gehäuse und einem Deckel, welches 
eine Leiterplatte mit einem Drucksensor enthält.

[0016] Die Fig. 2 zeigt den Deckel eines weiteren 
elektronischen Steuergerätes mit einer eingeklebten 
Heat-Sink-Leiterplatte.

[0017] In der Fig. 1 ist ein elektronisches Steuerge-
rät (1) dargestellt, welches aus einem Gehäuse (2) 
und einem Deckel (3) besteht. Der Deckel (3) ist auf 
das Gehäuse (2) aufschraubbar. Hierzu sind La-
schen (15, 16) vorgesehen, wobei die Lasche (16) 
eine Gewindebohrung enthält. Im zusammenge-
schraubten Zustand von Gehäuse (2) und Deckel (3) 
dient eine umlaufende Dichtung (17) zum Schutz des 
Gehäuseinnenraums (18) gegen das Eindringen von 
Verschmutzungen.

[0018] Das Gehäuse (2) und der Deckel (3) können 
aus Metall (Stahl oder Aluminium) oder aus Kunst-
stoff hergestellt sein.

[0019] Das Gehäuse (2) hat unten einen weiteren 
Raum (19), in welchem sich beispielsweise eine Ven-
tileinrichtung befinden kann (nicht dargestellt). Die 
Gehäuseteile (18, 19) sind durch einen Gehäusebo-
den (21) voneinander druckdicht abgetrennt.

[0020] Der Deckel (3) des Gehäuses (2) enthält eine 
Leiterplatte (4) üblicher Bauart, welche mit elektroni-
schen Bauelementen (5) bestückt ist. Die Leiterplatte 
(4) kann mehrlagig ausgebildet sein. Die Bauelemen-
te (5) können entweder in konventioneller Bauart mit 
durchsteckbaren Anschlußdrähten, oder als 
SMD-Bauelemente ausgebildet sein. Die Leiterplatte 
(4) kann beidseitig bestückt sein.

[0021] Neben den o. g. Bauelementen (5) ist die Lei-
terplatte (4) mit einem Drucksensor (6) bestückt, wel-
cher wie die übrigen Bauteile (5) entweder als kon-
ventionelles Bauteil, oder als SMD-Bauteil ausgebil-
det sein kann.

[0022] Zur Druckzufuhr zum Drucksensor (6) im zu-
sammengebauten Zustand von Gehäuse (2) und De-
ckel (3) dient ein Schnorchel (7), welcher in einer 
Bohrung (22) des Gehäusebodens (21) eingeklebt 
ist. Der Schnorchel (7) besteht aus einem rohrförmi-
gen unteren Teil (20)(siehe Fig. 2) sowie einem topf-
förmig aufgeweiteten oberen Teil (8).

[0023] Im zusammengebauten Zustand von Gehäu-

se (2) und Deckel (3) umschließt der obere Teil (8) 
des Schnorchels (7) den Drucksensor (6), wobei der 
Rand (9) des Schnorchels (7) mit einem Dichtring 
(10), welcher auf der Leiterplatte (4) aufliegt, abge-
dichtet ist.

[0024] Die Druckzufuhr zum Drucksensor (6) erfolgt 
durch den rohrförmigen unteren Teil (20) des Schnor-
chels (7), welcher an einen Druckraum mit dem zu 
messenden Druck (P) angeschlossen ist. Hierbei 
kann es sich um einen Druckraum eines im unteren 
Gehäuseteil (19) eingebauten Ventils handeln.

[0025] Um eine gute Abdichtung des Dichtringes 
(10) gegen die Leiterplatte (4) zu erzielen, kann die 
Kupferbeschichtung der Leiterplatte (4) im Bereich 
der Dichtung (10) vorteilhaft stehengelassen sein. In 
diesem Fall muß die Leiterplatte (4) mehrschichtig 
ausgebildet sein, und die elektrischen Anschlüsse für 
den Drucksensor (6) über Leiterbahnen im Inneren 
der Leiterplatte (4) erfolgen.

[0026] Auf der dem Schnorchel (7) gegenüberlie-
genden Seite der Leiterplatte (4) ist zweckmäßig ein 
Druckausgleichsraum (11) angeordnet. Dieser hat 
die gleiche Querschnittsfläche wie das obere Teil (8) 
des Schnorchels (7). Zur Belüftung des Druckaus-
gleichsraums (11) dient eine Druckausgleichsboh-
rung (12), welche im Bereich des Drucksensors (6) 
die Platine (4) durchdringt.

[0027] Zur Erhöhung der Druckdichtigkeit der 
Druckausgleichsbohrung (12) kann diese durchme-
tallisiert sein. Das bedeutet, daß die Wand der Boh-
rung mit Metall bzw. Lötzinn beschichtet ist. Dies ver-
hindert ein Eindringen des Druckmittels in die Leiter-
platte (4).

[0028] Der Druckausgleichsraum (11) ist mit einem 
weiteren Dichtring (13) gegen die Leiterplatte (4) ab-
gedichtet.

[0029] Zweck des Druckausgleichsraums (11) mit 
der Bohrung (12) ist es, vor und hinter der Platine (4) 
den gleichen Druck zu erhalten. Hierdurch wird eine 
Durchbiegung der Platine (4) bei aufgesetztem 
Schnorchel (7) unter Druckbeaufschlagung vermie-
den.

[0030] Der Durchmesser des oberen Teils (8) des 
Schnorchels (7) kann rund oder eckig ausgeführt 
sein. Die Querschnittsfläche hängt von der Größe 
des Drucksensors (6) ab. Ein typischer Wert des 
Durchmessers beträgt 1 cm. Die maximale Druckbe-
aufschlagung (P) beträgt etwa 10 bis 12 bar.

[0031] Anstelle des weiteren Dichtrings (13) kann 
der Druckausgleichsraum (11) auch mittels einer 
druckdichten Klebung abgedichtet werden. Diese 
Ausführung wäre billiger als die Ausführung mit Dich-
3/6



DE 100 22 124 B4    2010.01.14
tring.

[0032] Der Schnorchel (7) ragt mit seinem oberen 
Teil (8) soweit über das Gehäuse (2) hinaus, daß bei 
der Montage von Deckel (3) und Gehäuse (2) mittels 
der Schraubverbindung (15, 16) eine zuverlässige 
Abdichtung zwischen Schnorchel (7) und Leiterplatte 
(4) durch den Dichtring (10) erfolgt.

[0033] In der Fig. 2 ist eine weitere Ausführung des 
elektronischen Steuergerätes (1) dargestellt. Ge-
zeichnet ist der Deckel (3), in welchem eine Leiter-
platte (14) eingeklebt ist. Diese ist als Heat-Sink-Lei-
terplatte ausgebildet, was bedeutet, daß ihre Rück-
seite mit einem Alublech von etwa 1 mm Stärke ab-
gedichtet ist, welches zur besseren Wärmeableitung 
dient. Die elektronischen Bauteile (5) sind demzufol-
ge nur einseitig auf der Leiterplatte angelötet und als 
SMD-Bauelemente ausgebildet.

[0034] Da die Heat-Sink-Leiterplatte (14) in Verbin-
dung mit dem Deckel (3) eine sehr hohe Biegesteifig-
keit aufweist, ist hier ein rückwärtiger Druckaus-
gleichsraum (11) nicht vorgesehen. 

[0035] Der Schnorchel (7) kann, wie oben beschrie-
ben, am Gehäuseboden (21) befestigt sein. Er kann 
aber auch mit seinem unteren Teil (20) an einer Sei-
tenwand bzw. dem Rahmen des Gehäuses (2) ange-
bracht sein. Falls das Gehäuse (2) aus Kunststoff be-
steht, kann der Schnorchel (7) z. B. mit seinem unte-
ren Teil (20) am Rahmen des Gehäuses (2) ange-
spritzt sein.

[0036] Zweckmäßig ist der Innenraum (18) des Ge-
häuses (2) nach außen belüftet, beispielsweise durch 
eine (nicht dargestellte) Bohrung. Dies verhindert die 
Bildung von Kondenswasser im Gehäuse (2) und hält 
weiterhin den Druck im Innenraum (18) auf Atmos-
phärendruck. Auf diese Weise wird ein sonst mögli-
cher Druckanstieg im Innenraum (18) bei einer leich-
ten Undichtigkeit zwischen Dichtring (10) und Leiter-
platte (4, 14) verhindert.

[0037] Durch die erfindungsgemäße Lösung ist eine 
Vereinfachung bzw. Verbilligung des Aufbaus von 
Mechatroniken mit integrierten Drucksensoren mög-
lich. Der Einsatz von teuren Drucksenor-Hybriden 
wird vermieden, und statt dessen die Verwendung 
von als SMD-Bauelement bzw. als IC ausgebildeten 
Drucksensoren ermöglicht. Durch die Abdichtung 
des Schnorchels (7) direkt auf der Leiterplatte (4, 14) 
ist die Anordnung unempfindlich gegenüber einem 
seitlichen Versatz bzw. seitlichen Toleranzen zwi-
schen Gehäuse (2) und Deckel (3).

Patentansprüche

1.  Als Mechatronik ausgebildetes elektronisches 
Steuergerät (1) mit einem Gehäuse (2), einem De-

ckel (3) und mindestens einer im Deckel (3) angeord-
neten Leiterplatte (4, 14), die mit elektronischen Bau-
elementen (5) bestückt ist, von welchen mindestens 
eines ein Drucksensor (6) ist, wobei der Deckel (3) 
auf das Gehäuse (2) aufschraubbar ist, und wobei in 
einem weiteren Raum (19) des Gehäuses (2) eine 
Ventileinrichtung angeordnet ist, die durch einen Ge-
häuseboden (21) druckdicht von einem die Leiterplat-
te (4) enthalten den Raum (18) abgetrennt ist, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Druckzufuhr (P) 
zum Drucksensor (6) ein am Gehäuse (2) befestigter 
Schnorchel (7) vorgesehen ist, welcher beim Zusam-
menschrauben von Gehäuse (2) und Deckel (3) mit 
seinem oberen Teil (8) den Drucksensor (6) um-
schließt und dessen Rand (9) gegen die Leiterplatte 
(4, 14) abdichtet.

2.  Elektronisches Steuergerät nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Rand (9) des 
Schnorchels (7) mit einem Dichtring (10) versehen 
ist.

3.  Elektronisches Steuergerät nach einem oder 
beiden der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kupferbeschichtung der Leiterplat-
te (4, 14) im Bereich des Dichtrings (10) stehengelas-
sen ist.

4.  Elektronisches Steuergerät nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (4, 14) 
mehrschichtig ausgebildet ist, und die elektrischen 
Anschlüsse für den Drucksensor (6) über Leiterbah-
nen im Inneren der Leiterplatte (4, 14) erfolgen.

5.  Elektronisches Steuergerät nach einem oder 
mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf der Rückseite der Leiterplatte (4) 
gegenüber dem Schnorchel (7) ein Druckausgleichs-
raum (11) mit gleicher Querschnittsfläche wie beim 
oberen Teil (8) des Schnorchels (7) vorgesehen ist.

6.  Elektronisches Steuergerät nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (4) im 
Bereich des Schnorchels (7) eine Druckausgleichs-
bohrung (12) aufweist.

7.  Elektronisches Steuergerät nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Druckausgleichs-
bohrung (12) durchmetallisiert ist.

8.  Elektronisches Steuergerät nach Anspruch 5 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Druckaus-
gleichsraum (11) mit einem weiteren Dichtring (13) 
abgedichtet ist.

9.  Elektronisches Steuergerät nach Anspruch 5 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Druckaus-
gleichsraum (11) mittels einer druckdichten Klebung 
abgedichtet ist.
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10.  Elektronisches Steuergerät nach einem oder 
mehreren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leiterplatte (4) beidseitig mit 
steckbaren Bauelementen (5) oder mit SMD-Bauele-
menten (5) bestückt ist.

11.  Elektronisches Steuergerät nach Anspruch 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte 
als Heat-Sink-Leiterplatte (14) ausgebildet ist, und 
nur einseitig mit SMD-Bauelementen (5) bestückt ist.

12.  Elektronisches Steuergerät nach Anspruch 
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückseite der 
Heat-Sink-Leiterplatte (14) mit der Innenseite des 
Deckels (3) durch eine Klebung verbunden ist.

13.  Elektronisches Steuergerät nach einem oder 
mehreren der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schnorchel (7) in eine Bohrung 
(22) eines Gehäusebodens (21) eingeklebt ist.

14.  Elektronisches Steuergerät nach einem oder 
mehreren der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schnorchel (7) mit seinem unteren 
Teil (20) an einer Seitenwand des Gehäuses (2) an-
gespitzt ist.

15.  Elektronisches Steuergerät nach einem oder 
mehreren der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Innenraum (18) des Gehäuses (2) 
nach außen belüftet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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